2 'I Rodzaje elementow
o elektronicznych

ZTEGO ROZDZIALU DOWIESZ SIE:

® jak rozpoznawacé rézne elementy elektroniczne,

B czym s3 elementy bierne i czynne,

m dlaczego wazne jest korzystanie z not katalogowych.
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Podczas wykonywania swoich zadari elektronik musi rozpoznawac rézne elementy elektro-
niczne. Kieruje si¢ wygladem zewnetrznym, oznaczeniami umieszczonymi na elementach
lub symbolami znajdujacymi sie zaréwno na schematach, jak i na ptytkach drukowanych.
Oznaczenia spotykane na schematach i laminatach nie s jednakowe. W réznych krajach
funkcjonuja odmienne oznaczenia elementéw.

Z APAMIETA]

Istniejg dwa rodzaje montazu elementéw elektronicznych:

e przewlekany, w ktérym nézki elementu przechodza na wylot przez laminat; elementy s3
umieszczone z jednej strony, a lutowane — z drugiej;

e powierzchniowy, w ktérym elementy s3 umieszczone na powierzchni laminatu i na tej
samej stronie lutowane.

Podczas przygotowywania dokumentacji lub nadrukéw na ptytki drukowane producen-
ci lub projektanci ze wzgledéw technologicznych czgsto musza odstapi¢ od zwyczajowo

przyjetych symboli.

ZAPAMIETA]

Istnieje wiele sposobéw podziatu elementéw elektronicznych zaleznie od sposobu ich

dzialania lub pelnionej przez nie funkcji. Podzialy te s3 pomocne podczas rozwazan

teoretycznych, projektowania urzgdzen badz planowania montazu. Najcze$ciej mozna

spotka¢ sie z podziatem na:

e elementy aktywne (czynne) i pasywne (bierne) — elementy aktywne biorg udziat w prze-
twarzaniu energii, natomiast elementy bierne absorbuja energig lub j3 magazynuja;

o liniowe i nieliniowe — elementy, ktérych charakterystyki przetwarzania wielkosci fizycz-
nych sg liniowe badZ nieliniowe;

o montaz przewlekany lub powierzchniowy — determinuje sposéb montazu elementow;

e elementy dyskretne i scalone — elementy dyskretne sg pojedynczymi elementam od-
wzorowujacymi pojedynczg wielkos¢ fizyczna, elementy scalone zawieraja w strukturze
wiele elementéw odpowiedzialnych za rézne funkcje i wielkodci.



W przypadku czesci elektronicznych, mechanicznych i lami '
‘ ) ych i laminatéw wazna jest umiejet-
no$¢ korzystania z katalogéw w celu dobrania whadciwych elementéw badz ic]h zamierzgi-

kow. Poleganie wylqcznie na pamigci i szablonowych ‘ i .
blednych decyzji. & owych rozwigzaniach moze prowadzi¢ do

WARTO WIEDZIEC

Nota katalogowa [ang. DatasHEET] jest istotnym dokumentem w pracy elektronika. Pozwa-
la nie tylko sprawdzi¢, jakie wyprowadzenia ma dany uklad, lecz takze poznal zalecang
temperaturg pracy oraz przykladowe zastosowania (czgsto ze schematami). Zawiera tez
wiele uwag 1 pomocnych informacji o dziataniu ukladu oraz o jego montazu.

£2 SPRAWDZ SWOJA WIEDZE

1. Co to jest element bierny?

2. Czym charakteryzuje si¢ element czynny?

3. Opisz rodzaje montazu elementéw na ptytkach drukowanych.

. Do czego jest potrzebna dokumentacja techniczna?

. Czy oznaczenia element6éw na schematach i plytkach drukowanych s3 takie same?

[V



2 Laminaty i ptytki
2. drukowane

Z TEGO ROZDZIALU DOWIESZ SIE:
= jakie s3 rodzaje laminatéw,

u jakie s3 rodzaje ptytek drukowanych,

= co to s3 przelotki i metalizacje,

® jak oznacza sig elementy na laminatach.

Plytka drukowana powstaje z materiatu izolacyjnego pokrytego warstwg miedzi, kt(?ra pel-
ni funkcje przewodnika faczacego poszczegélne komponenty. Miedziane polaczenia elek-
tryczne nazywa sie $ciezkami, a punkty mocowania elementéw — padami.

Plytki drukowane moga by¢ jedno- lub dwustronne. W bardziej zaawansowanych urza-
dzeniach stosuje sie ptytki z warstwami wewnetrznymi, ktérych moze by¢ nawet kilka-
dziesiat.

WARTO WIEDZIEC

Laminaty sa rodzajem materialéw kompozytowych, czyli sktadajacych sie z kilku kompo-
nentéw. Laminaty wykonuje si¢ z polaczenia co najmniej dwéch materialéw, np. widkna
szklanego i zywicy.

Laminaty produkuje si¢ w wersjach sztywnych i elastycznych. Wazng rolg odgrywa
w nich material dielektryczny, gdyz to on definiuje maksymalng temperature pracy oraz
przydatno$¢ w uktadach o duzej czgstotliwosci.

Tab. 2.1. Zestawienie materiatéw dielektrycznych do produkcji laminatéw

| FR4 laminat z wi6kna szklanego z zywica 135°C Isola, Nanya
| | epoksydowg '
| | FR ' taki sam jak FR, ale niewydzielaja- i;10°c ShengYi, Nanya IZ~O'E‘R'G’
- | bezhalogenowy ' ¢y szkodliwych substancji w czasie (Polska)' 12 _
[ | spalania
' FR4 highT, FR5 | laminaty o podwyzszonej odporno»graw C0°C | Nelea Pame |
| | g tenTReTdte s Nelco, Panasonic
e e e aa | e - ) B RO |
| RCC miedziana folia pokryta zywica O e
L epoksydowa Y sy
| P materiat poliamidowy na baze webien | seme = e
}‘_W_'"._Jvfrarr]idowych (kevlaru) " 60°C Rogers ,

NS = |
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Rys. 2.1. Laminat jednostronny:

A — warstwa noéna dielektryczna, B — §ciezki miedziane, C — lakier, D — nadruk oznaczen

E) WARTO WIEDZIEC

Kolor lakieru soldermaski nie ma znaczenia pod wzgledem technicznym, ale czgsto wyko-
rzystuje sie go, aby zwiekszy¢ walory estetyczne urzadzenia. Przykladowo: plyty gtéwne do
komputeréw maja réznokolorowe maski (biate, czarne, czerwone, zielone, niebieskie) w celu
uatrakcyjnienia w oczach fanéw produktu modyfikowania podzespotéw komputerowych.

Czasem mozna spotka¢ sie z ptytkami miedziano-aluminiowymi, w ktérych miedz stu-
zy jako przewodnik (i na niej wykonuje si¢ $ciezki), a aluminium peni funkcje ekranu lub
radiatora.
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Rys. 2.2. Przyklad laminatu aluminiowego:

A - warstwa miedzi o gruboéci od 18 do kilkuset pm, B — warstwa dielektryka o grubosci od S0 pm, C - war-
stwa aluminium o grubosci od 0,5 do kilku milimetréw, D - folia ochronna, E - ukfad scalony generujacy
ciepto, F - klej lub pasta termoprzewodzgca; czerwone strzatki pokazujg oddawanie ciepta z uktadu do miedzi,
skad jest wypromieniowywane w przestrzen

Warstwa dielektryka w laminatach tego typu jest bardzo cienka, gdyz dielektryk Zle
przewodzi ciepto. Cieniutka warstwa pozwala na dobry transfer ciepla do aluminium. Nie-
stety, jednoczeénie ogranicza dopuszczalne napigcia, gdyz istnieje ryzyko przebicia elek-
trycznego warstwy dielektrycznej.




. o i 5bki chemicznej (trawie-
Folia ochronna stuzy zabezpieczeniu aluminium w czasi€ obr6 ) ( e

nia) plytki. . ledzi :
I)<c1>)leyitnym przykladem plytek drukowanych s3 P}.Ytkl 0 grub);cl; Xﬁf:rviczgﬁlma;z;

znaczone do wykonywania silnikéw, przetwornic! 1.nnych urea kracza 100 pm (0,1 mm)y

przeptyw duzych pradéw, a grubos¢ folii miedzianej znacznie prz€ oy ,symbo.-
Na rys. 2.3 (po lewej stronie) przedstawiono ptytke drukowana z ek, Dwagledniss

lami elementéw. Symbole réznia sig od tych stosowanych na schematach. e rgo ;:v . ja

sposéb montazu oraz powierzchnig zajmowang przez elementy. Oznaczen}lla . H

frowe pokrywaja sie z tymi, ktore znajduja sie na schematach elektrycznych, np..

e C - kondensator,

e R - rezystor,

PR — potencjometr,

D - dioda,

IC — uklad scalony.

Zwory moga by¢ oznaczone jako R o wartosci 0 ) lub jako ZW.

@ GND Ucc ENA DIR CLK HAF
[ ] [ ]
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R’ys. 2.3. P}ytk.a drukowana jednostronna (strona elementéw): po lewej .
téw, po prawej — z zamontowanymi elementami ) =~ przed montazem elemen-

ZAPAMIETA]

PCB [ang. PRINTED CIRCUIT BOARD]

- plytka druko
THT [ang. THROUGH-HOLE TECHNOLOGY] — mon rzen
SMT [ang. SURFACE MOUNT TECHNOLOGY] -
SMD [ang. SURFACE MOUNTED DEvicEs] -

taz przewlekany.
montaz powierzchniowy.

ele , i
menty do montazu powierzchniowego.



C

Rvs. 2.4, Przykiad montazu: po lewej = THT, po prawej — SMT:

A - laminat. B - folia micdziana (¢ciczka), C - lut (cyna), D - wyprowadzenie elementu, E - element, F - klej

S5K=B01

G 0 Go%

Rys. 2.5. Plytka drukowana jednostronna, strona sciezek: po lewej — przed lutowaniem, po prawej
- po lutowaniu

iRk B4

sis 0

Rys. 2.6. Przyklad urzgdzenia (multimetr dlugopisowy) z laminatem dwustronnym 1 montazem
powierzchniowym



do plytek drukowanych wykorzystuje si¢ wiele materiatéw
a. Samego laminatu nie mozna oczywiécie nazwac plytkg

twory do montazu przewlekanego, tzw. przelotki,
I warstwach. Otwory w ptytkach drukowanych
pomigdzy warstwami oraz ufa-

Do produkgji laminatow
pemiacych funkcje dielektryk
drukowanga. W laminacie stosuje si¢ 0
laczace ze sobg $ciezki polozone na roznyc
czesto si¢ metalizuje, co zapewnia polgczenie elektryczne
twia lutowanie elementow.

przelotka zwykia warstwy 1-6

przelotka $lepa warstwy 1-4

przelotka warstwy 1-2
Sciezka
laminat

klej dielektryczny —»

przelotka [via] zagrzebana ——‘I
przelotka slepa ”

Rys. 2.7. Przyklad laminatu 6-warstwowego, rodzaje przelotek

warstwa 1 [top]

warstwa 2 [inner 1]
warstwa 3 [inner 2]

warstwa 4 [inner 3]
warstwa 5 [inner 4]

warstwa 6 [bottom]

W elektronice do budowy prototypéw uzywa sie ptytek drukowanych uniwersalnych,

ktére- pozwa.lajq. na wykonanie polaczeri lutowanych w projektowanych uktadach. Takie
phytki cechuia sie duza liczba pél lutowniczych i sa produkowane w wielu wariantach, tak

aby dalo sie dobra¢ rozwiazanie najlepiej pasujace do wykonywanego projektu.
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Rys. 2.8. Przykiad ptytki drukowanej uniwersalnej jednowarstwowej

Plytki tego typu zazwyczaj sg jednostronne i przeznaczone do montazu przewlekanego

x);lion;lljg sie rébwniez piytki uniwersalne bedgce adapterami do uktadéw do montazu po
zchniowego, pozwalajgcych po ich wlutowaniu ) -
: . na m ak

uniwersalnej przystosowanej do montazu przewlekanego ontaz takiego modulu w phytee



Rys. 2.9. Adapter elementéw SMD do montazu THT

WARTO WIEDZIEC

Od kilku lat coraz czg$ciej zamiast ptytek uniwersalnych uzywa sie ptytek stykowych, kt6-
re — mimo ze majg taka samga funkcjonalnoé¢ — pozwalajg na wielokrotny montaz elemen-
tow elektronicznych bez lutowania.
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Rys. 2.10. Przyktad ptytki stykowej z zamontowanymi elementami elektronicznymi i zasilaczem

&3 SPRAWDZ SWOJA WIEDZE

! Co to jest przelotka $lepa?
- 2 lle warstw mogg mie¢ laminaty?
3. Do czego stosuje sie laminaty aluminiowe?
% Wyjasnij, co oznacza nazwa FR4.
> Do czego uzywa sie laminatéw na bazie PTFE?

+—




Obudowy elementow

‘do montazu
‘przewlekanego

e et

ZTEGO ROZDZIALU DOWIESZ SIE:

m jakie s3 rodzaje obudéw elementéw elektronicznych,

m jakie wyréznia sig rodzaje obudéw uktadéw scalonych,

m jakie s3 rodzaje obudéw elementéw do montazu przewlekanego.

Obudowa — poza zapewnieniem ochrony mechanicznej — petni réwniez dodatkowe funkgje,
takie jak: |
e przepuszczanie fal optycznych,

e transport ciepla,

e izolacja galwaniczna.

Rozwéj elektroniki sprawit, ze powstaly nowe rodzaje obudéw. Stworzono je przede
wszystkim z my$la o miniaturyzacji elementéw. Postep w tej dziedzinie wymusity réwniez
nowe techniki produkcji i montazu powierzchniowego.

Obudowy do montazu przewlekanego (THT) tracg na znaczeniu. Coraz czg¢$ciej uzywa
sie ich jedynie w przypadku montazu elementéw o duzej mocy, poniewaz typowym ra-
strem dla takich elementéw jest 2,54 mm i trudno go zminiaturyzowac¢. Ponadto wymaga
to wiercenia laminatu, co jest czaso- i pracochtonne.

= COMMON DIMENSIONS
A ¥ (Unit of Measure = inchas)
D1l—— A2 A symBoL| MIN | nom | MmAx | NoOTE
A 0210| 2
[ H A2 0115 | 0130 | 0.195
L\ l ' _ 1 B b 0014 | 0018 | 0022| 5
- . pre— b2 0045 | 0060 | 0070 6
b3 0030 | 0039 | 0045| 6
t ———{ c 0.008 | 0010 | 0.014
D 0355 | 0365 | 0400 3
— 2 L D1 0.005 3
b3 —e=— Fea— E 0300 | 0310 | 0325| 4
4PLCS —w =l : '
E1 0240 | 0250 | o0280| 3
Side View i 0.100 BSC
eA 0.300 BSC 4
L 01415 | 0130 o150] 2

Rys. 2.11. Fragment noty katalogowej mikrokontrolera w obud

i . owie t . ¢
wymiary ukladu; wymiar ,e” oznacza raster, ktéry wynosi 0,1” ie typu DIL-8, w ktérej podano




ZAPAMIETA]

W elektronice czesto uzywa sie brytyjskich jednostek dtugosci.
Cal [ang. INCH] oznacza sie jako: 1 cal, 17, 1 in.
1in = 2,54 cm lub 25,4 mm. RS
r czesto oznacza sie jako: 0,1 BSClub 0,17, co = 2, St e iR
ﬁiisxzistki pochodng od czlla jest mil, ktéry wynosi 1/1000 cala. Mil,]est jednostka Il)lowszech-
nie uzywana do okreglenia rastra podczas projektowania obwod6w drukowanych.
Wtedy 0,1” = 100 mili = 2,54 mm.

2.3.1. Obudowy typu TO

0d kilkudziesieciu lat najpopularniejsze sa obudowy typu TO. Montuje si¢ W nich:
e diody;
e tranzystory, tyrystory, triaki itp.; - )
¢ proste uklady scalone (wzmacniacze, stabilizatory).

IIilajcze;éciej erOZna spotka¢ sie z obudowami typu: TO-220, '1jO-92, TO-S: TO-3. W zalez-
noéci od pelnionej funkcji maja one rézna liczbe wyprowadzen: od 2 do kllku:

W zaleznoéci od uktadu znajdujacego sie wewnatrz obudowy wyprowadzgma mogg pel-
ni¢ rézne funkcje, dlatego w celu ich weryfikacji nalezy si¢ postuzy¢ katalogiem.

Package Details - TO-3

Mechanical Drawing

A ' DIMENSIONS
B INCHES | MILLIMETERS
* | E |symsoL] MIN | MAX | MIN | MAX
c r A 1.516 | 1.573 | 38.50 | 39.96
_— — B (DIA) J 0.748 ] 0.875 | 19.00 | 22.23
é T C_ Jo0250 0450 ] 6.35 | 11.43
- F D 0433} 0516 | 11.00 | 13.10
i E 0.054 | 00651 1.38 | 165
F 0035 00451 090 | 1.15
G G__ 111771 1.197 | 29.90 | 30.40
H H 0.650 | 0681 ] 16.50 | 17.30
J 0.420 | 0440 | 1067 | 11.18
K 02051 0225) 521 | 572
LOIA) §0.151]0.172] 384 | 436
M 0.984 | 1.050 | 25.00 | 26.67
TO-3 (REV: R2)
Lead Code:
R2 1) Base
2) Emitter

Case) Collector

Rys. 2.12. Fragment noty katalogowej obudowy TO-3; obudowa tranzystora jest wykonana z metalu
1 petni funkcje kolektora




Rys. 2.13. Obudowa TO-3 ze zdjetg ostong; widoczne wnetrze tranzystora

LEAD #2
LEAD #1

TO-5 CASE - MECHANICAL OUTLINE

Il
L

= |

LEAD #3

RO

DIMENSIONS
INCHES MILLIMETERS
SYMBOL | MIN MAX MIN MAX
A(DIA) | 0.335 | 0.370 | 8.51 9.40
B(DIA) | 0.315 | 0.335 | 8.00 8.51
C - 0.040 - 1.02
D 0.240 | 0.260 | 6.10 6.60
E 1.500 | 1.752 | 38.1 44.5
F(DIA) | 0.016 | 0.021 | 0.41 0.53
G (DIA) 0.200 5.08
H 0.100 2.54
| 0.028 | 0.034 | 0.71 0.86
J 0.029 | 0.045 | 0.74 1.14
TO-5 (REV: RO)
LEAD CODE:
1) Emitter
2) Base
3) Collector

MARKING: FULL PART NUMBER

Rys. 2.14. Fragment noty technicznej tranzystora w obudowie TO-5

Cechg charakterystyczng obudo
pozwalajaca na okreglenie numera

Wy TO-5 jest metalowa wypustka na boku obudowy,
C)1 wyprowadzen.

|
|



Package Details Q
TO-92 Case ///

Mechanical Drawing

|~ A~ DIMENSIONS
INCHES _ | MILLIMETERS
q symeoL [ WIN | MAX_ | MIN | MAX
3 {23 ADIA) 10175 ] 0.205 | 4.45 | 521
T 0170 102101 4.32 | 5.33
05001 - 112701 -
0.016 1 0.022 | 0.41 | 056
0.100 254
0.050 127
0.125] 0.165 | 3.18 | 4.19
0.080 | 0.105 | 2.03 | 267
0.015 0.38

““" D TO-92 (REV: R1)

O
bl = () 2] (1] (@] (@] [o+]

Lead Code:

l

]

i L, SCR*
' R1 1) Anode 1) Cathode
2) Gate or 2)Gate

3) Cathode 3) Anode

FET*

Packing Options 1) Drain 1) Drain
2) Source 2) Gate
3) Gate 3) Source
Bulk: or

White corrugated box with static shielded bags 1) Gate 1) Source
Bulk Packing Quantity: 2,500 2) Source 2) Drain
3) Drain 3) Gate
Tape and Reel / Ammo Pack: PUT TRIAC
Radial taped in accordance with EIA-468-C 1) Anode 1) MT1
Packing Quantity: 2,000 2) Gate 2) Gate

3) Cathode | |3) MT2

, . . i TRANSISTOR*
Also available in the following lead form options 1) Emitter 1) Emitter

TO-92-5F, TO-92-5T, TO-92-5T1, TO-92-18F, TO-92-18R 2) Base 2) Collector
3) Collector 3) Base

or
1) Collector 1) Base
2) Base 2) Emitter
3) Emitter 3) Collector

* Note: See individual device datasheet
for pinout information.

Rys. 2.15. Nota katalogowa obudowy typu TO-92; po prawej stronie w tabeli przedstawiono mozliwe
kombinacje wyprowadzen dla poszczegdlnych typéw elementéw: Anode — anoda, Cathode — katoda
Gate — bramka, Source — zr6dto, Drain — dren, Emitter — emiter, Collector — kolektor, Base — bramk;;

Obudowy typu TO-92 wystepuja w wielu wariantach, réznigcych sie kolejnoscig i typem
Wyprowadzen, dlatego — aby nie popeni¢ btedu — nalezy sprawdzi¢ dany element w katalo-
8U. Przyklad ré6znorodnoséci wyprowadzen przedstawiono na rysunku 2.15. W obudowach
t€go typu, oprécz tranzystoréw, montuje si¢ réwniez uklady
® czujniki temperatury (analogowe i cyfrowe),

° Czu.jniki magnetyczne wykorzystujace efekt Halla,
® radio AM (uktad TA 178535).

scalone, np.:




Package Details - TO-220

Mechanical Drawing

DIMENSIONS
A E INCHES | MILLIMETERS
/— F | symeoL [ MIN [ max | MmN T max
— A ] 017010190 | 431 | 482
° l— A4 B ]0045] 0055 1.15 | 139
| ' G C 0013 ] 0026 | 0.33 | 065
H B D Jo0083]0107] 210 | 272
n ’ E ] 0394 ] 0417 | 10.01 ] 10.60
' F(DIA) | 0.120 | 0.157 ] 355 | 4.00
G lo100]0118] 254 | 3.00
H_ 10230] 0270] 585 | 685
123 | T 10560 0.625] 14.23 | 1587
J J ~ lo2s0] - | 635
K | 002510038 ] 064 | 096
l L 1050010579 12.70 | 14.70
——° 5 K M 10090]0110] 229 | 279
| T0-220 (REV: R2)
o~ |- — LEAD CODE:

R2

TRIAC SCR
1) MT1 1) CATHODE
2) MT2 2) ANODE
3) GATE 3) GATE
Packing Information TRANSISTOR
Standard: Bulk 1) BASE

Devices are bulk packed in white corrugated

box with black conductive coating
(cirface resistivity of <105 nhms ner ’nnare)

Rys. 2.16. Fragment noty katalogowej obudowy TO-220

Obudowy TO-220 wystepuja jako dwu-, trzy- i pieciowyprowadzeniowe. Uzywa sie ich
do tranzystoréw (3 wyprowadzenia) oraz m.in. do diod (2 wyprowadzenia), stabilizatoréw

2) COLLECTOR
3) EMITTER

Note: TAB is Common to Pin 2

napiecia (3 wyprowadzenia), zespolonych wzmacniaczy mocy (5 wyprowadzen).




2.3.2. Obudowy typu multiwatt

Obudowy typu multiwatt majg rézng liczbe wyprowadzen — od kilku do ponad dwudzie-
stu; wskazuje na nig liczba po nazwie. Stosuje sie je do:

e wzmacniaczy audio,

o stabilizator6w impulsowych,

o sterownikéw silnikéw krokowych,

Obudowy typu multiwatt sg Przeznaczone do pracy z radiatorem i moga obstuzy¢ moce
rzedu 100 W.
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Rys. 2.19. Obudowa Multiwatt-15




2.3.3. Obudowy typu DIP i SIL

Obudowy DIP [ang. DuaL IN Line PAckAGE], nazywane takze DIL, majj rézng liczbe
wyprowadzeni (od 4 do 48, a czasem nawet 64). R6znig si¢ rowniez szerok‘oéciq ~im
wigcej wyprowadzeni, tym wicksza szerokod¢ ukladu, Obecnie istniejg dwie szeroko.
éci ukladéw: DIP-300 o szerokoéci 300 mili (7,62 mm) i DIP-600 o szerokosci 600 milj
(15 mm, 24 mm).W obudowach DIP umieszcza si¢ glownie uklady scalone i drabinki
rezystancyjne.

Obudowy SIP [ang. SiNGLE IN LiNg PACKAGE], nazywane takze SIL, 53 obecnie rzadko
spotykane i uzywa sig ich gléwnie podczas produkcji mostkéw rezystancyjnych. Pierwsze
wyprowadzenie oznacza si¢ w nich kropkg bad# kresks.

Obudowy SDIP [ang. SurINK DuaL IN Ling PackaGE] 83 obudowami o zmniejszonej
szerokoédi i / lub zmniejszonym rastrze wyprowadzen.

Obudowy PGA [ang. Pin Grip ARRAY] majq wyprowadzenia z dotu (pod obudows).

Obudowy IPGA [ang. INTERSTITIAL PGA] réwniez maja wyprowadzenie pod obudows,
ale o gestszym rastrze.

W obudowach PGA i IPGA pierwszy pin oznacza sie¢ przez §cigcie naroznika lub za
pomoca kropki w jednym z naroznikéw.

Package Information
18-pin DIP (300mil) Outline Dimensions
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Figl. Full Lead Packages

* MS-001d (see fig1)

Fig2. 1/2 Lead Packages

Dimensions in mil
e Min. Nom. Max.

A 880 — 920
B 240 — 280
C 116 — 198
D 115 — 150
E 14 — 22

‘ F 45 — 70

| G — 100 -

? H 300 - 325 i |

5 | e — 430

racji wyprowadzen)
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\ ii Rys. 2.20. Karta katalogowa: wymiary obudowy typu DIP 18 (warto zwrécié uwage na sposéb nume- ’!
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Rys. 2.21. Poréwnanie obud6éw DIP 18 (na gérze) i DIP 40 (na dole)

Tab. 2.2. Standardy obudéw uktadéw scalonych do montazu przewlekanego

4,6, 8,14,16,18, 20, 22, 24, 28, 32, 36,
DIP 40 42, 48, 64 2,54 mm [ prostokatna
SDIP

20, 22 2,54 mm / prostokatna
(obudowa Sciesniona)
SDIp

30, 42, 64 1,778 mm / prostokatna
(obudowa $ciesniona)
PCA 68-450 2,54 mm / kwadratowa
IPGA 68—450 1,27 mm / kwadratowa

Ukdady DIP / DIL majg charakterystyczne wcigcia na jednym z krétszych bokéw. Wecig-
cie albo kropka przy pierwszym pinie informuja o poczatku numeracji wyprowadzen.

€2 SPRAWDZ SWOJA WIEDZE

- Co oznacza skrét THT?

- Jakie znasz obudowy do montazu THT?

- Opisz wyglad obudowy DIL.

- Jakie znasz wersje obudowy typu TO?

- Czym charakteryzuje si¢ obudowa typu multiwatt?
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